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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カップ部が形成された樹脂パッケージによってリード電極が保持され、前記カップ部の内
部で前記リード電極上に半導体発光素子が固着され、前記半導体発光素子を封止するよう
に前記カップ部の内部に透光性部材が充填された発光装置であって、
前記樹脂パッケージによって保持された前記リード電極の外周面の一部であって前記半導
体発光素子の固着部よりずれた部分に対応してリード電極上面部に凹状の段差部が形成さ
れ、当該段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出された鍔部が形成され、
当該鍔部の突出先端断面が略鋭角状であることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
凹状のカップ部が形成された樹脂パッケージと、
前記カップ部の底面に露出するように保持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電極を有
する第１のリードフレームと、
前記第１のリードフレームの一側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に露出す
るように保持された第２のリード電極を有する第２のリードフレームと、
前記第１のリード電極上に接着剤によって固着され、電極を有する半導体発光素子と、
前記半導体発光素子の電極と前記第２のリード電極とが電気的に接続された第１の金属細
線と、
前記半導体発光素子を封止するように前記カップ部の内部に充填された透光性部材と、
前記樹脂パッケージによって保持された前記第１のリード電極の両側面の一部であって前
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記半導体発光素子の固着部よりずれた位置で前記両側面の相対向する部分の第１のリード
電極上面部に形成された少なくとも一対の凹状の段差部と、
前記段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出され、突出先端断面が略鋭角
状である少なくとも一対の鍔部と、
を具備することを特徴とする発光装置。
【請求項３】
凹状のカップ部を有する樹脂パッケージと、
前記カップ部の底面に露出するように保持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電極を有
する第１のリードフレームと、
前記第１のリードフレームの一側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に露出す
るように保持された第２のリード電極を有する第２のリードフレームと、
前記第１のリード電極の他の側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に表面が露
出するように前記樹脂パッケージにより保持された第３のリード電極を有する第３のリー
ドフレームと、
前記第１のリード電極の他の側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に表面が露
出するように前記樹脂パッケージにより保持された第４のリード電極を有する第４のリー
ドフレームと、
前記第１のリード電極の外周面の一部であって前記第３のリード電極および第４のリード
電極の一部に対向する位置に形成され、それぞれ第１のリード電極の上面から段差を有す
るように凹没した底面を有する複数の段差部と、
前記第１のリード電極の複数の段差部の底面部から一体的に側方の樹脂パッケージ中へ突
出し、略鋭角状の突出先端断面を有するように形成された複数の鍔部と、
前記第１のリード電極上で両側面の複数の段差部により区分される複数の領域に分散配置
されてそれぞれ接着剤によって固着され、それぞれの上面に一対の電極を有する第１の発
光素子および第２の発光素子と、
前記第１の発光素子の一対の電極の一方と前記第２のリード電極との間にボンディング接
続された第１の金属細線と、
前記第１の発光素子の一対の電極の他方と前記第３のリード電極との間にボンディング接
続された第２の金属細線と、
前記第２の発光素子の一対の電極の一方と前記第２のリード電極との間にボンディング接
続された第３の金属細線と、
前記第２の発光素子の一対の電極の他方と前記第４のリード電極との間にボンディング接
続された第４の金属細線と、
前記カップ部の内部に前記各半導体発光素子を封止するように充填された透光性部材と、
を具備することを特徴とする発光装置。
【請求項４】
前記リード電極の段差部の底面の先端部が前記樹脂パッケージ中に埋没され、
前記リード電極の上面部に形成された凹状の段差部は、上面からみた前記リード電極の露
出した輪郭が円弧状であることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項５】
前記リードフレームは金属部材からなり、前記凹状の段差部および鍔部は当該リードフレ
ームの上面からハーフプレスによって形成されていることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
前記カップ部の内部には、前記透光性部材の表面と前記樹脂パッケージとの交線と、前記
半導体発光素子と、を結ぶ直線上に内壁が形成されていることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項７】
前記樹脂パッケージの色は暗色系であり、前記各リード電極上の半導体発光素子固着部や
金属配線固着部を除く近辺領域は前記樹脂パッケージの材料により覆われていることを特



(3) JP 4961978 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項８】
カップ部が形成された樹脂パッケージによって金属部材からなるリード電極が保持され、
当該リード電極上に半導体発光素子が固着され、前記カップ部の内部は透光性部材で充填
され、前記樹脂パッケージによって保持された前記リード電極の外周面の一部であって前
記半導体発光素子の固着部よりずれた部分に対応してリード電極上面部に凹状の段差部が
形成され、当該段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出された鍔部が形成
され、当該鍔部の突出先端断面が略鋭角状である発光装置の製造方法であって、前記リー
ド電極を保持させるように前記樹脂パッケージを成型する前に当該リード電極の上面の外
周面の一部に上面からハーフプレスを行うことによって、前記凹状の段差部および鍔部を
同じ工程で形成することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項９】
前記ハーフプレスを行う際に外縁の一部が円弧状のプレス面を使用し、前記リード電極の
上面部に円弧状の輪郭を有する凹状の段差部を形成することを特徴とする請求項８に記載
の発光装置の製造方法。
【請求項１０】
凹状のカップ部が形成された樹脂パッケージと、前記カップ部の底面に露出するように保
持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電極を有する第１のリードフレームと、前記第１
のリードフレームの一側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に露出するように
保持された第２のリード電極を有する第２のリードフレームと、前記第１のリード電極上
に接着剤によって固着され、電極を有する半導体発光素子と、前記半導体発光素子の電極
と前記第２のリード電極とが電気的に接続された第１の金属細線と、前記半導体発光素子
を封止するように前記カップ部の内部に充填された透光性部材と、前記樹脂パッケージに
よって保持された前記第１のリード電極の両側面の一部であって前記半導体発光素子の固
着部よりずれた位置で前記両側面の相対向する部分の第１のリード電極上面部に形成され
た少なくとも一対の凹状の段差部と、前記段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ
中へ突出され、突出先端断面が略鋭角状である少なくとも一対の鍔部と、を具備する発光
装置の製造方法であって、前記リード電極を保持させるように前記樹脂パッケージを成型
する前に当該リード電極の上面の外周面の一部に上面からハーフプレスを行うことによっ
て、前記複数の凹状の段差部および複数の鍔部を同時に形成することを特徴とする発光装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置およびその製造方法に係り、特に半導体発光素子を搭載した樹脂封
止型発光装置におけるパッケージ基板の電極構造およびその製造方法に関するもので、例
えば表面実装用の発光装置に使用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　表面実装用の樹脂封止型発光装置は、例えば特許文献１の図６乃至図８に示すように、
樹脂パッケージのカップ部に一対のリード電極が埋め込まれている。そして、カップ部底
面の中央に位置する一方のリード電極面上にペーストを介して発光素子がダイボンディン
グにより固着されている。光半導体素子ともう一方のリード電極は、金属細線によってボ
ンディング接続されている。カップ部に熱硬化性を有するエポキシ樹脂が充填されること
で樹脂封止されている。
【０００３】
　このような発光装置において、エポキシ樹脂とリード電極は線膨張係数が異なっており
、発光装置の実装時のリフロー工程等で発光装置の温度が上昇すると、各部品は熱で応力
ひずみが発生する。この熱ひずみによって、熱可塑性樹脂からなるモールド部材とリード
電極との間でリード電極の剥離が発生し易くなるという問題があった。
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【０００４】
　ところで、特許文献１に開示されているように、リード電極の直角部あるいは鋭角部分
を起点としてリード電極の剥れが発生する場合が多い。すなわち、リード電極の平面形状
が急激に変化する部位では、リフローの際にアンバランスな熱応力が発生し、熱ひずみ等
によるリード電極の剥れを引き起こす場合が多い。
【０００５】
　その対策として、特許文献１の図１には、リード電極の直角部あるいは鋭角部分をでき
るだけ削減するようにリード電極の形状を工夫し、リード電極の上面からみた隅部（外周
縁）を鈍角状あるいは曲線状に形成している点が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献１の図１には、発光素子の固着箇所であるペースト部分の下方のリード
電極の先端部分においてリード電極の厚みが薄くなるように段差を形成した構造を持たせ
る点が開示されている。これにより、リード電極とモールド部材との密着性を向上させ、
熱ひずみによるリード電極の剥離を抑制できる。ここで、上記リード電極の先端部分は、
先端上面部の断面形状が丸みをおびている。
【０００７】
　しかし、リード電極の先端上面部の断面形状が丸みをおびた構造では、発光装置の実装
時にリフロー工程等により発光装置の温度が上昇し、カップ部底面よりも上方側の封止樹
脂が膨張すると、カップ部底面のリード電極とモールド部材との密着性が劣化し、リード
電極の先端部がモールド部材から剥離して浮き上がったり、リード電極が動いたりするお
それがある。また、リード電極に対するワイヤボンディング時にリード電極に圧力が加わ
ることによってリード電極の先端部が浮き上がるおそれがある。
【０００８】
　一方、特許文献２の図５には、リードフレームの内端部が浮き上がることを防止するた
めに、リードフレームの内端部の外周部全体に段差を設ける点が開示されている。しかし
、リードフレームの内端部の外周部全体に段差を設けると、段差を追加した分だけリード
フレームの面積が大きくなり、発光装置の小型化に支障が生じる。
【０００９】
　また、特許文献３の図１には、凹部を有するモールド樹脂の凹部底面でモールド樹脂に
よって支持されたリードフレーム上にＲ，Ｇ，Ｂ系の３個の発光素子を載置し、凹部内に
透明のエポキシ樹脂が充填されている点が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－８６１７８号公報（図１，図６乃至図８）
【特許文献２】特開２００１－１７７１６０号公報（図５）
【特許文献３】特開２００３－１７７５３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前記した従来の問題点を解決すべくなされたもので、リード電極の浮き上がり
防止のために電極幅を拡張することなく、熱ひずみ等によるリード電極の剥離を防止でき
、信頼性が高い樹脂封止型の発光装置およびそれを低コストで製造し得る製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の発光装置の第１の態様は、カップ部が形成された樹脂パッケージによってリー
ド電極が保持され、前記カップ部の内部で前記リード電極上に半導体発光素子が固着され
、前記半導体発光素子を封止するように前記カップ部の内部には透光性部材が充填された
発光装置であって、前記樹脂パッケージによって保持された前記リード電極の外周面の一
部であって前記半導体発光素子の固着部よりずれた部分に対応してリード電極上面部に凹
状の段差部が形成され、当該段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出され
た鍔部が形成されており、当該鍔部の突出先端断面が略鋭角状であることを特徴とする。
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【００１２】
本発明の発光装置の第２の態様は、凹状のカップ部が形成された樹脂パッケージと、 前
記カップ部の底面に露出するように保持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電極を有す
る第１のリードフレームと、前記第１のリードフレームの一側面側に離間して配置され、
前記カップ部の底面に露出するように保持された第２のリード電極を有する第２のリード
フレームと、前記第１のリード電極上に接着剤によって固着され、電極を有する半導体発
光素子と、前記半導体発光素子の電極と前記第２のリード電極とが電気的に接続された金
属細線と、前記半導体発光素子を封止するように前記カップ部の内部に充填された透光性
部材と、前記樹脂パッケージによって保持された前記第１のリード電極の両側面の一部で
あって前記半導体発光素子の固着部よりずれた位置で前記両側面の相対向する部分の第１
のリード電極上面部に形成された少なくとも一対の凹状の段差部と、前記段差部の底面の
先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出され、突出先端断面が略鋭角状である少なくとも
一対の鍔部と、を具備することを特徴とする。
【００１３】
本発明の発光装置の第３の態様は、凹状のカップ部を有する樹脂パッケージと、前記カッ
プ部の底面に露出するように保持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電極を有する第１
のリードフレームと、前記第１のリードフレームの一側面側に離間して配置され、前記カ
ップ部の底面に露出するように保持された第２のリード電極を有する第２のリードフレー
ムと、前記第１のリード電極の他の側面側に離間して配置され、前記カップ部の底面に表
面が露出するように前記樹脂パッケージにより保持された第３のリード電極を有する第３
のリードフレームと、前記第１のリード電極の他の側面側に離間して配置され、前記カッ
プ部の底面に表面が露出するように前記樹脂パッケージにより保持された第４のリード電
極を有する第４のリードフレームと、前記第１のリード電極の外周面の一部であって前記
第３のリード電極および第４のリード電極の一部に対向する位置に形成され、それぞれ第
１のリード電極の上面から段差を有するように凹没した底面を有する複数の段差部と、前
記第１のリード電極の複数の段差部の底面部から一体的に側方の樹脂パッケージ中へ突出
し、略鋭角状の突出先端断面を有するように形成された複数の鍔部と、前記第１のリード
電極上で両側面の複数の段差部により区分される複数の領域に分散配置されてそれぞれ接
着剤によって固着され、それぞれの上面に一対の電極を有する第１の発光素子および第２
の発光素子と、前記第１の発光素子の一対の電極の一方と前記第２のリード電極との間に
ボンディング接続された第１の金属細線と、前記第１の発光素子の一対の電極の他方と前
記第３のリード電極との間にボンディング接続された第２の金属細線と、前記第２の発光
素子の一対の電極の一方と前記第２のリード電極との間にボンディング接続された第３の
金属細線と、前記第２の発光素子の一対の電極の他方と前記第４のリード電極との間にボ
ンディング接続された第４の金属細線と、前記カップ部の内部に前記各半導体発光素子を
封止するように充填された透光性部材と、を具備することを特徴とする。
【００１４】
　上記した各態様において、前記リード電極の段差部の底面の先端部が前記樹脂パッケー
ジ中に埋没され、前記リード電極の上面部に形成された凹状の段差部分は、上面からみた
前記リード電極の露出した輪郭が円弧状であることが好ましい。
【００１５】
　第１のリードフレームは金属部材からなり、凹状の段差および鍔部は当該リードフレー
ムの上面からハーフプレスによって容易に形成することが可能である。この場合、前記第
１のリード電極の段差部の底面の先端部が前記樹脂パッケージ中に埋没され、前記第１の
リード電極の上面部に形成された凹状の段差部分は、上面からみた前記第１のリード電極
の露出した輪郭が円弧状であることが望ましい。
【００１６】
　また、前記樹脂パッケージのカップ部と前記透光性部材の表面との交線と、前記半導体
発光素子と、を結ぶ直線上に内壁が形成されていることが望ましい。また、樹脂パッケー
ジの色が暗色系である場合には、各リード電極上の素子固着部や金属配線固着部を除く近
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辺領域を樹脂パッケージの成型樹脂材料により覆われていることが望ましい。
【００１７】
　本発明の発光装置の製造方法の第１の態様は、カップ部が形成された樹脂パッケージに
よって金属部材からなるリード電極が保持され、当該リード電極上に半導体発光素子が固
着され、少なくとも半導体発光素子を封止するように前記カップ部の内部は透光性部材で
充填され、前記樹脂パッケージによって保持された前記リード電極の外周面の一部で前記
半導体発光素子の固着部よりずれた位置から側方の樹脂パッケージ中へ突出された鍔部が
形成され、当該鍔部の突出先端断面が略鋭角状である発光装置の製造方法であって、前記
リード電極を保持させるように前記樹脂パッケージを成型する前に当該リード電極の上面
の外周面の一部に上面からハーフプレスを行うことによって、前記凹状の段差部および鍔
部を同じ工程で形成することを特徴とする。
【００１８】
本発明の発光装置の製造方法の第２の態様は、凹状のカップ部が形成された樹脂パッケー
ジと、前記カップ部の底面に露出するように保持された平面ほぼ矩形状の第１のリード電
極を有する第１のリードフレームと、前記第１のリードフレームの一側面側に離間して配
置され、前記カップ部の底面に露出するように保持された第２のリード電極を有する第２
のリードフレームと、前記第１のリード電極上に接着剤によって固着され、電極を有する
半導体発光素子と、前記半導体発光素子の電極と前記第２のリード電極とが電気的に接続
された第１の金属細線と、少なくとも前記半導体発光素子を封止するように前記カップ部
の内部に充填された透光性部材と、前記樹脂パッケージによって保持された前記第１のリ
ード電極の両側面の一部であって前記半導体発光素子の固着部よりずれた位置で前記両側
面の相対向する部分の第１のリード電極上面部に形成された少なくとも一対の凹状の段差
部と、前記段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出され、突出先端断面が
略鋭角状である少なくとも一対の鍔部と、を具備する発光装置の製造方法であって、前記
リード電極を保持させるように前記樹脂パッケージを成型する前に当該リード電極の上面
の外周面の一部に上面からハーフプレスを行うことによって、前記複数の凹状の段差部お
よび複数の鍔部を同時に形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の発光装置によれば、素子が固着されるリード電極の外周面の一部から側方の樹
脂パッケージ中へ突出された鍔部が形成されており、鍔部の突出先端断面が略鋭角状であ
るので、熱ひずみ等によるリード電極の剥離を確実に防止でき、高い信頼性を有する発光
装置を実現することができる。しかも、この鍔部は、リード電極の外周面のうちで素子固
着部よりずれた位置の一部にのみ形成されているので、リード電極の先端外周面の全てに
鍔部が形成される場合に比べて電極幅を拡張しなくて済むという利点がある。
【００２０】
　また、鍔部の位置に対応する凹状の段差部の存在によって、素子固着用の接着剤の流れ
出し（広がり）を制限することができる。この接着剤の流れ出しを制限するためにリード
電極の上下間を貫通するスリットを設ける場合に比べて、凹状の段差部を設けるとリード
電極の歪みが少ない。また、凹状の段差部は、上面からみた輪郭が円弧状であり、ハーフ
プレスを行うことによって作り易い。
【００２１】
　また、前記樹脂パッケージのカップ部と前記透光性部材の表面との交線と、前記半導体
発光素子と、を結ぶ直線上に内壁が形成されていることが好ましい。このように内壁を形
成する場合は、樹脂パッケージのカップ部と透光性部材の表面との交線部分に半導体発光
素子からの光が直接当らなくなり、封止部材と成型樹脂との剥離を抑制することが可能に
なる。
【００２２】
　また、樹脂パッケージの色が暗色系である場合には、各リード電極上の素子固着部や金
属配線固着部を除く近辺領域は樹脂パッケージの成型樹脂材料により覆っておくことによ
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り、コントラストの向上を図ることが可能になる。
【００２３】
　また、本発明の発光装置の製造方法によれば、本発明の発光装置を製造する際、リード
電極を保持させるように樹脂パッケージを成型する前に当該リード電極の上面の外周面の
一部に上面からハーフプレスを行う。これによって、凹状の段差部および鍔部を同じ工程
で容易に形成することができるので、発光装置を低コストで製造することができる。この
際、複数箇所の凹状の段差部および鍔部に対して、順次あるいは同時に形成することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。但し、以下に示す実施の形態は、
本発明の技術思想を具体化するための発光装置を例示するものであって、本発明は発光装
置を以下のものに特定しない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を実施の
形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部品の
寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲を
それのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の
大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに、本発明
を構成する各要素は、複数の要素を同―の部材で構成して１つの部材で複数の要素を兼用
する態様としてもよいし、逆に１つの部材の機能を複数の部材で分担して実現することも
できる。
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明
において、同―の名称、符号については同―もしくは同質の部材を示しており、詳細な説
明を適宜省略する。
【００２６】
　＜第１の実施形態＞
　（発光装置の構造）　図１は、本発明の第１の実施形態に係る発光装置を部分的に透視
して概略的に示す側面図、図２は図１の発光装置の上面を概略的に示す平面図、図３は図
２中の樹脂パッケージおよびリードフレームを示す平面図、図４は図２中のインナーリー
ド部のパターンの一例を示す平面図、図５は図３中および図４中のＡ―Ａ線に沿う断面を
概略的に示す断面図である。
【００２７】
　まず、図１乃至図５を参照しながら発光装置の構造の概要を説明する。この発光装置１
０においては、絶縁性の樹脂パッケージ１１がカップ部（開口部）１１ａを有するように
成型される際に、導電性部材からなる第１のリードフレーム１２１～第４のリードフレー
ム１２４のインナーリードの一部である第１のリード電極１２１ａ～第４のリード電極１
２４ａがカップ部の底面に露出するように埋め込まれた状態で保持されている。本例では
、各リードフレーム１２１～１２４は、例えば表面実装に適した外部端子となるように樹
脂パッケージの外面に沿って折り曲げられる。例えば、第１のリードフレーム１２１～第
４のリードフレーム１２４の各アウターリードは対応して第１の外部端子～第４の外部端
子として使用され、第２のリードフレーム１２２が共通端子用のリードフレームとして使
用される。
【００２８】
　そして、カップ部１１ａの内部でリード電極１２１ａ上に半導体発光素子（本例では発
光ダイオード；ＬＥＤ）１３１，１３２，１３３が接着剤（例えばダイボンド部材、図示
せず）によって固着されている。
【００２９】
　前記樹脂パッケージ１１によって保持された第１のリード電極１２１ａの外周面の一部
であってＬＥＤ１３１，１３２，１３３の固着部よりずれた部分に対応して、第１のリー
ド電極１２１の上面部に凹状の段差部１２１ｂ（図２～図５参照）が形成されている。こ
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の段差部１２１ｂの底面部は鍔部１２１ｃとなって側方の樹脂パッケージ中へ突出してお
り、つまり、第１のリード電極１２１ａと一体的に鍔部１２１ｃが形成されており、この
鍔部の突出先端断面は略鋭角状である（図５参照）。なお、凹状の段差部１２１ｂの深さ
は、第１のリード電極１２１ａの厚さの半分程度が望ましい。ここで、凹状の段差部とは
、半導体発光素子が載置されているリード電極の上面よりも一段下がっている状態をいう
。また、段差部の底面の先端部が側方の樹脂パッケージ中へ突出された鍔部が形成される
ことにより、段差部の底面の先端部が樹脂パッケージ中に埋没されている状態となる。こ
の場合、段差部分の樹脂パッケージの上面がリード電極の上面とほぼ同一平面となること
が好ましい。
【００３０】
　各ＬＥＤ１３１，１３２，１３３と第２のリード電極１２２ａ～第４のリード電極１２
４ａとを所望通り電気的に接続するように金属細線１４１～１４５がボンディングされて
おり、さらに、カップ部の内部は、各ＬＥＤ１３１，１３２，１３３および各金属細線１
４１～１４５を封止するように透光性の封止部材（本例では封止樹脂）１５が充填されて
いる。
【００３１】
　次に、図１乃至図５に示した構造および各構成要素を詳細に説明する。この発光装置に
おいて、樹脂パッケージ１１のカップ部１１ａは、逆円錐台形状を有し、底面の一部にリ
ード電極１２１ａ～１２４ａの上面を有する。第１のリード電極１２１ａは平面ほぼ矩形
状であり、第１のリード電極１２１ａの一側面側に離間して第２のリード電極１２２ａが
配置されている。第１のリード電極１２１ａの他の側面側に離間して、第３のリード電極
１２３ａおよび第４のリード電極１２４ａが並んで配置されている。
【００３２】
　さらに、樹脂パッケージ１１によって保持された第１のリード電極１２１ａの外周面の
一部の上面部に凹状の段差部１２１ｂが形成され、段差部１２１ｂに対応してその底面と
同一平面の上面を有する鍔部１２１ｃが突出されている。
【００３３】
　本実施形態では、第１のリード電極１２１ａの側面が第３のリード電極１２３ａおよび
第４のリード電極１２４ａに対向する位置で、第１のリード電極１２１ａの両側面の一部
にそれぞれ一対の鍔部１２１ｃが形成されている。各鍔部１２１ｃは、略鋭角状の突出先
端断面を有するように形成されており、樹脂パッケージ中へ突出している。換言すれば、
第１のリード電極１２１ａの段差部１２１ｂの底面上および鍔部１２１ｃ上は樹脂パッケ
ージ１１により覆われている。
【００３４】
　そして、第１のリード電極１２１ａ上で両側面の複数の段差部１２１ｂにより区分され
る複数の領域に複数のＬＥＤ１３１，１３２，１３３が分散配置されている。換言すれば
、第１のリード電極１２１ａのａ凹状の段差部１２１ｂは第１のリード電極上の半導体発
光素子固着部よりずれた位置に設けられている。本実施形態では、それぞれの上面に一対
の電極を有する第１のＬＥＤ１３１および第２のＬＥＤ１３２が第１のリード電極上でそ
れぞれ熱伝導性が良好な接着剤（ダイボンド部材）によって固着されている。また、一対
の電極が上下面に分離して形成された第３のＬＥＤ１３３が、第１のリード電極上で導電
性接着剤（例えば導電性ペースト）によって固着されている。
【００３５】
　そして、第１のＬＥＤ１３１の一対の電極の一方と第３のリード電極１２３ａとの間に
第１の金属細線１４１がボンディング接続されており、第１のＬＥＤ１３１の一対の電極
の他方と第２のリード電極１２２ａとの間に第２の金属細線１４２がボンディング接続さ
れている。また、第２のＬＥＤ１３２の一対の電極の一方と第４のリード電極１２４ａと
の間に第３の金属細線１４３がボンディング接続されており、第２のＬＥＤ１３２の一対
の電極の他方と第２のリード電極１２２ａとの間に第４の金属細線１４４がボンディング
接続されている。さらに、第３のＬＥＤ１３３の上面の電極の一方と第２のリード電極１
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２２ａとの間に第５の金属細線１４５がボンディング接続されている。
【００３６】
　上記した構造を有する第１の実施形態の発光装置によれば、半導体発光素子が固着され
るリード電極１２１ａの外周面の一部から側方の樹脂パッケージ中へ突出された鍔部１２
１ｃが形成されており、鍔部の突出先端断面が略鋭角状である。これにより、熱ひずみ、
リード電極に対するワイヤボンディング時にリード電極に圧力が加わることによるリード
電極１２１ａの浮き上がりや剥離を確実に防止でき、リード電極が動いたりするおそれが
なくなるので、高い信頼性を実現することができる。
【００３７】
 しかも、鍔部１２１ｃは、リード電極１２１ａの外周面のうちで素子固着部よりずれた
位置の一部にのみ形成されているので、リード電極１２１ａの先端外周面の全てに鍔部が
形成される場合に比べて電極幅を拡張しなくて済むという利点がある。鍔部１２１ｃおよ
びそれに連なる凹状の段差部１２１ｂは、同じハーフプレス工程によって容易に形成する
ことが可能である。
【００３８】
　また、鍔部１２１ｃの位置に対応してリード電極１２１ａの上面の一部に存在する凹状
の段差部１２１ｂの存在によって、半導体発光素子固着用の接着剤の流れ出し（広がり）
を制限することができる。すなわち、段差部が樹脂パッケージに覆われており、リード電
極の一部が内側に凹んでいるおり、この内側の凹みによりダイボンド樹脂の横方向への流
れ出しを防止できる一方、リード電極の浮き上がりも抑制できる
　接着剤の流れ出しを制限するためにリード電極１２１ａの外周部に上下間を貫通するス
リットを設ける場合に比べて、凹状の段差部１２１ｂを設けるとリード電極１２１ａの歪
みが少ないという利点がある。また、凹状の段差部１２１ｂは、上面からみた輪郭が円弧
状であり、ハーフプレスを行うことによって作り易い。
【００３９】
なお、上記した第１の実施形態において、さらに、各リード電極は、その底面に樹脂パッ
ケージとの接触面積を増大させるための多数のアンカー（図示せず）を突出形成しておく
ことが望ましい。
【００４０】
　また、樹脂パッケージ１１のカップ部１１ａと透光性の封止部材１５の表面との交線と
、ＬＥＤ１３１と、を結ぶ直線上に内壁が形成されていることが好ましい。この場合、複
数のＬＥＤ１３１、１３２、１３３のうち、最も発光ピーク波長が短いＬＥＤ１３１を基
準とする。また、ＬＥＤが複数使用される場合は、カップ部１１ａの内壁の先端面と樹脂
パッケージ１１の先端面との間に段差部１１ｂを設けることが望ましい。このような構造
により、樹脂パッケージ１１の最外周部分にＬＥＤ１３１からの光が直接当らなくなり、
透光性の封止樹脂１５と樹脂パッケージ１１との剥離を抑制することが可能になる。
【００４１】
　また、光出力のコントラストの向上を図るためにはカップ部１１ａの底面のリード電極
１２１ａ～１２４ａの面積が重要になるが、樹脂パッケージ１１の色が暗色系である場合
には、各リード電極１２１ａ～１２４ａ上の素子固着部や金属配線固着部を除く近辺領域
を樹脂パッケージ１１の一部１１ｃにより覆ってことが望ましい。
【００４２】
　以下、前述した第１の実施形態における構成要素の一部について説明する。
【００４３】
　（ＬＥＤ１３１，１３２，１３３）　
　ＬＥＤは、基板上にGaAlN 、ZnS 、ZnSe、SiC 、GaP 、GaAlAs、AlN 、InN 、AlInGaP 
、InGaN 、GaN 、AlInGaN 等の半導体を発光層として形成したものが用いられる。半導体
の構造としては、MIS 接合、PIN 接合やPN接合を有したホモ構造、ヘテロ構造あるいはダ
ブルへテロ構造が挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を紫外光か
ら赤外光まで種々選択することができる。発光層は、量子効果が生ずる薄膜とした単一量
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子井戸構造や多重量子井戸構造としても良い。
【００４４】
　発光装置を屋外などで使用する場合、高輝度な発光素子を形成可能な半導体材料として
窒化ガリウム系化合物半導体を用いることが好ましい。また、赤色ではガリウム・アルミ
ニウム・砒素系の半導体や、アルミニウム・インジウム・ガリウム・燐系の半導体を用い
ることが好ましいが、用途によって種々利用することもできる。
【００４５】
　窒化ガリウム系化合物半導体を使用した場合、半導体基板はサファイヤ、スピネル、Si
C 、Si、ZnO やGaN 単結晶等の材料が用いられる。結晶性の良い窒化ガリウムを量産性良
く形成させるためにはサファイヤ基板を用いることが好ましい。
【００４６】
　ＬＥＤは、所望に応じて適宜複数個用いることができ、その色の組み合わせや配列状態
によっては種々の形態の発光装置を実現することができる。例えば、ドットマトリクスや
直線状など種々選択することができ、これにより、実装密度が極めて高く、熱引きに優れ
た発光装置が得られる。また、表示装置用のフルカラ―発光装置として利用するためには
、発光波長が610nm から700nm である赤色系発光素子と、発光波長が495nm から565nm で
ある緑色系発光素子と、発光波長が430nm から490nm である青色系発光素子とを組み合わ
せることが好ましい。また、本発明の発光装置において、蛍光物質を用いて白色系などの
混色光を発光させる場合は、蛍光物質からの発光波長との補色関係や透光性樹脂の劣化等
を考慮して、ＬＥＤの発光波長は400nm 以上530nm 以下が好ましく、420nm 以上490nm 以
下がより好ましい。発光素子と蛍光物質との励起、発光効率をそれぞれより向上させるた
めには、450nm 以上475nm 以下がさらに好ましい。なお、比較的紫外線により劣化され難
い部材との組み合わせにより、400nm より短い紫外線領域、あるいは可視光の短波長領域
を主発光波長とするＬＥＤを用いることもできる。
【００４７】
　（樹脂パッケージ１１）　樹脂パッケージは、ＬＥＤチップを配置させ外部からの電流
をＬＥＤチップに供給するリード電極が設けられたものである。そのため樹脂パッケージ
は、耐熱性や絶縁性を有するものが好適に用いられる。このような樹脂パッケージの具体
的材料としては、ガラスエポキシ、ビスマレイミドトリアジン、セラミックス、液晶ポリ
マーやポリブチレンテレフタレート樹脂が好適に挙げられる。ＬＥＤチップからの光を効
率よく反射させるために、樹脂パッケージを構成する樹脂に酸化チタンなどの白色顔料な
どを混合させることができる。樹脂により樹脂パッケージをモールド成形させる場合は、
リード電極をインサート成形などで比較的簡単に形成することができる。
【００４８】
（リードフレーム１２１～１２４、リード電極１２１ａ～１２４ａ）
　リードフレーム１２１～１２４は、電気伝導性がよく、透光性の封止樹脂１５との密着
性に優れた金属部材などを使用することが望ましい。例えば、鉄、銅、アルミニウムなど
の金属、鉄入り銅、ステンレスなどの合金や、これらに、金、銀、白金など種々の金属を
メッキさせたものが挙げられる。リードフレームは、金属板の打ち抜き加工等によって形
成することができる。
【００４９】
（透光性の封止部材１５）
　　透光性の封止部材１５は、ＬＥＤ、金属細線などを外部環境からの外力、塵芥や水分
などから保護するために用いられるものであり、耐光性、透光性に優れたエポキシ樹脂、
シリコーン樹脂、変成シリコーン樹脂、アクリル樹脂、イミド樹脂などの有機物質や硝子
など無機物質を選択することができる。また、半導体発光素子からの光を拡散させる目的
で酸化アルミニウム、酸化バリウム、チタン酸バリウム、酸化珪素、酸化チタンなどを含
有させることもできる。またに、外来光や発光素子からの不要な波長をカットするフィル
ター効果を持たすために各種着色剤を添加させることもできる。さらに、半導体発光素子
からの発光波長によって励起され蛍光を発する蛍光物質を含有させることもできる。封止
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部材の形状を種々に変えることによって半導体発光素子から放出される光の指向特性を選
択することができ、封止部材の形状を凸レンズ形状、凹レンズ形状とすることによってレ
ンズ効果をもたすことができる。
【００５０】
　（発光装置の製造方法）
　図６は、第１の実施形態に係る発光装置の製造方法において、リード電極の上面からハ
ーフプレスによってリード電極に凹状の段差部および鍔部を形成する様子を概略的に示す
斜視図である。
【００５１】
　第１の実施形態に係る発光装置１０を製造する際、基本的には従来例の発光装置を製造
する際とほぼ同様の方法で実施する。本実施形態の製造方法においては、リード電極１２
１ａを保持させるように樹脂パッケージ１１を成型する前に当該リード電極１２１ａの上
面の外周縁部の一部に上面からハーフプレスを行うことによって、凹状の段差部１２１ｂ
および鍔部１２１ｃを同じ工程で形成する。
【００５２】
　この際、図６中に示すように、外縁の一部が円弧状のプレス面６１を使用し、リード電
極１２１ａの上面に円弧状の輪郭を有する凹状の段差部１２１ｂおよび鍔部１２１ｃを形
成することことができる。前記プレス面６１として、円柱体６０の先端面の外縁部の一部
が一定深さだけ欠除された部分の底面を使用することができる。なお、ハーフプレスを行
う際に複数のプレス面を使用、複数箇所の凹状の段差部１２１ｂおよび鍔部１２１ｃを同
時に形成することができる。
【００５３】
　上記したような本実施形態の製造方法により、本発明の発光装置を低コストで製造する
ことができる。
【００５４】
　＜他の実施形態＞
　本発明は、複数の発光素子を搭載した（ツー・イン・ワン・パッケージタイプ、スリー
・イン・ワン・パッケージタイプ等）発光装置に限らず、１つの発光素子を搭載したワン
・イン・ワン・パッケージタイプの発光装置（図示せず）にも適用可能である。また、例
えば一対の電極が上下面に分離して配置された半導体発光素子を導電性接着剤を介して第
１のリード電極上に固着することによって下面電極を第１のリード電極に電気的に接続し
、半導体発光素子の上面電極を金属配線を介して第２のリード電極に電気的に接続した構
造の発光装置にも適用可能である。
【００５５】
　また、リード電極の一辺に対して、半導体発光素子の対角線が略垂直となるように、半
導体発光素子を配置することもできる。これにより隣り合う凹状の段差部分の間隔を狭め
たり、相対向する凹状の段差部の間隔を狭めたりすることができる。
【００５６】
　また、本発明の発光装置は、さらに保護素子として例えばツェナーダイオードを追加し
て設け、ＬＥＤに並列接続するように構成することもできる。この場合、ＬＥＤと同様に
リード電極上にツェナーダイオードを載置した構成や、このツェナーダイオード上にＬＥ
Ｄを載置した構成を採ることもできる。
【００５７】
　本発明は前述した各実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明
の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであるこ
とはいうまでもない。
【実施例】
【００５８】
　図１乃至図５に示した第１の実施形態の発光装置において、樹脂パッケージ１１の成型
樹脂としてナイロン、リードフレーム１２１～１２４用の金属部材として銀メッキした銅
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は約３×３×１．８ｍｍであり、カップ部（キャビティ）の深さは約０．８ｍｍであり、
リードフレームは、素子実装部が約０．８５×０．７５ｍｍ（幅）であり、曲げ部の幅が
約０．７５ｍｍである。また、カップ部の内壁の先端面と樹脂パッケージの先端面との間
に形成されている段差部は、深さが約０．１５ｍｍ、幅が０．２ｍｍである。ＬＥＤ１３
１，１３２，１３３として、フルカラ―表示用の３色発光に対応するＬＥＤを用いる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、携帯電話器の液晶表示画面のバックライト、フルカラ―大型映像装置など屋
内外で使用される文字表示板、各種データを表示可能なディスプレイ、ラインセンサ―な
どの各種センサー、インジケータ等の光源に使用される発光装置に限らず、樹脂封止型光
半導体装置に一般的に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る発光装置を部分的に透視して概略的に示す側面図
。
【図２】図１の発光装置の上面を概略的に示す平面図。
【図３】図２中の樹脂パッケージおよびリードフレームを示す平面図。
【図４】図２中のインナーリード部のパターンの一例を示す平面図。
【図５】図３中および図４中のＡ―Ａ線に沿う断面を概略的に示す断面図。
【図６】第１の実施形態に係る発光装置の製造方法においてリード電極の上面からハーフ
プレスによってリード電極に凹状の段差部および鍔部を形成する様子を概略的に示す斜視
図。
【符号の説明】
【００６１】
１０…発光装置、１１…絶縁性の樹脂パッケージ、１１ａ…カップ部（開口部）、
１２１～１２４…第１のリードフレーム～第４のリードフレーム、１２１ａ～１２４ａ…
第１のリード電極～第４のリード電極、１２１ｂ…凹状の段差部、１２１ｃ…鍔部、１３
１，１３２，１３３…半導体発光素子（本例ではＬＥＤ）、１４１～１４５…第１の金属
細線～第５の金属細線、１５…透光性の封止部材（本例では封止樹脂）。
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